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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成21年5月28日(2009.5.28)

【公表番号】特表2005-507497(P2005-507497A)
【公表日】平成17年3月17日(2005.3.17)
【年通号数】公開・登録公報2005-011
【出願番号】特願2003-540615(P2003-540615)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｍ  11/10     (2006.01)
   Ｇ０１Ｋ   7/16     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  11/16     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/06     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  27/00    　　　Ｌ
   Ｆ０１Ｍ  11/10    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｋ   7/16    　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ  11/16    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  27/06    　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ  27/22    　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ  27/22    　　　Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年4月7日(2009.4.7)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液状媒体の品質変化を決定するための装置であって、
　ほぼ前記媒体の温度（Ｔ）のみの関数であり、前記媒体の品質とはほぼ無関係である出
力信号を出力する温度センサ（７）と、
　前記媒体の品質および前記媒体の温度の両方の関数である出力信号を出力する少なくと
も１つの他のセンサ（３、４、５、６）であって、電気的振動子（３）で構成されている
第１のセンサ（３）と、
　前記温度センサ（７）および前記他のセンサ（３、４、５、６）を装着し、前記媒体に
浸漬可能な共通の基板（２）と、を備え、
　前記基板は圧電性であり、対向する表面を有し、かつその対向するそれぞれの表面上に
、厚みすべり振動を励起するための電極（１２、１４）を有し、前記振動子（３）は前記
基板によって形成されることを特徴とする、装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記温度センサ（７）が抵抗温度計であり、その抵抗
経路（８）が基板（２）に装着されかつ前記媒体から電気的に絶縁されているがしかし前
記媒体に対して優れた熱結合を有することを特徴とする、装置（１）。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置において、前記抵抗経路（８）は、曲がりくねった形状の構造化
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された薄膜として装着されることを特徴とする、装置（１）。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の装置において、前記振動子（３）の共鳴周波数（
ｆ）は前記媒体の粘度の関数であることを特徴とする、装置（１）。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の装置において、前記基板（２）が、石英結晶から
のＡＴカットによって製造される板からなることを特徴とする、装置（１）。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の装置において、振動励起のための前記電極（１２
、１４）は前記基板（２）の反対の表面（９）上の中心に装着されていることを特徴とす
る、装置（１）。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の装置において、前記基板（２）が、電極（１２、
１４）が装着される第１の領域（１８）において、第１の領域（１８）に隣接し第１の領
域（１８）を囲む第２の領域（１９）におけるよりも薄いことを特徴とする、装置（１）
。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の装置において、前記振動子（３）が、その振動面
の１つである、基板（２）の表面（９）によって、前記媒体と面接触していることを特徴
とする、装置（１）。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の装置において、前記基板（２）の裏面が、前記媒
体からシールされた通気可能な空間を画定することを特徴とする、装置（１）。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載の装置において、前記第２の他のセンサが、前記媒
体の比誘電率を決定し得るキャパシタ（５）であることを特徴とする、装置（１）。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の装置において、前記キャパシタが、互いに電気絶縁されたメッシュ
櫛形電極（２０、２１）によって横方向に形成され、該電極が、構造化された薄膜として
基板（２）に装着されかつ前記媒体から電気絶縁されていることを特徴とする、装置（１
）。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１に記載の装置において、前記第３の他のセンサが、前記媒体の電気コ
ンダクタンスを決定し得る電気コンダクタンスセンサ（６）であることを特徴とする、装
置（１）。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置において、前記電気コンダクタンスセンサ（６）がメッシュ櫛
形電極（２２、２３）によって横方向に形成され、該電極が、構造化された薄膜として互
いに電気絶縁された基板（２）に装着されかつ前記媒体との電気接触を確立していること
を特徴とする、装置（１）。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３の何れか１項に記載の装置において、前記第４の他のセンサが、前記
媒体の湿度を決定し得る湿度センサ（４）であることを特徴とする、装置（１）。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置において、前記湿度センサ（４）がメッシュ櫛形電極（２４、
２５）によって横方向に形成され、該電極が互いに電気絶縁され、かつ構造化された薄膜
として基板（２）に装着されまた湿度吸収層によって前記媒体から覆われていることを特
徴とする、装置（１）。
【請求項１６】
　液状媒体の品質変化を決定するための方法であって、
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　温度センサと粘度のセンサを装着した圧電性基板を前記媒体に浸漬し、
　前記媒体の温度にのみ関係しかつ前記媒体の他の品質とは無関係である信号を、前記温
度センサから出力させ、
　対向する表面上にそれぞれ電極を設けた前記基板によって形成される振動子を電気的に
励起して厚みすべり振動を生成することによって、前記媒体の温度および粘度の両方の関
数である信号を前記粘度のセンサから出力させ、
　前記出力されたそれぞれの出力信号を、評価回路において前記媒体の温度の関数に基づ
いた出力信号の予想値と比較し、
　前記比較の結果を示す比較出力信号を出力させる、各ステップを有する方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法において、複数の他のセンサ（３、４、５、６）が前記媒体の
他のパラメータを決定し、それぞれの予想値と比較した結果の信号を出力することを特徴
とする、方法。
【請求項１８】
　請求項１６または１７に記載の方法において、前記予想値が固定値として指定されるこ
とを特徴とする、方法。
【請求項１９】
　請求項１６乃至１８の何れか１項に記載の方法において、前記予想値が、前記媒体の温
度（７）の経時パターンを用いて計算され、したがって可変であることを特徴とする、方
法。
【請求項２０】
　請求項１６乃至１９の何れか１項に記載の方法において、前記予想値が評価回路（４４
）に記憶されることを特徴とする、方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　このため、基板は圧電性であることが好ましく、この場合、電界の印加により結晶に変
位を生じ、結果として基板形状の変化を生じる。基板がいわゆるＡＴカットで切断される
石英（ＳｉＯ2）の結晶が特に適している。電極が基板の相対向する表面上に取付けられ
ると、厚みすべり振動が生じ、その共鳴周波数が高くなると、基板はそれだけ薄くなる。
典型的な基板厚さは、１０～５００μｍの範囲にあり、例えば約１００μｍ程度である。
共鳴周波数は、好ましくは局所的に薄い彫り込みを行うことによって高くすることが可能
であるが、その結果、振動子の品質は一般に低下する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　測定信号、すなわち共鳴周波数ｆの変位Δｆ、厚さｄ、および厚みすべり振動子の品質
Ｑ間の関係は、一般に、変位Δｆが共鳴周波数と共に増加する、すなわち感度が共鳴周波
数ｆの上昇と共に高くなるようなものである。共鳴周波数ｆは、厚さｄの減少と共に増加
し、例えばｆ～１／ｄである。品質は、共鳴周波数ｆの増加と共に低下し、例えばＱ～１
／ｆである。品質が低下すると、測定分解能を制限する雑音が大きくなる。これらの関係
により、装置の構成の際に次の最適化方法が得られる。最初に、振動子の厚さｄを低減さ
せ、これによって共鳴周波数ｆを増加させる。新しい媒体および使用済み媒体の試験信号
の差は、その結果、大きくなる。しかし、振動子の品質Ｑが低下するので、雑音はより強
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くなり、共鳴周波数ｆを決定する際の測定誤差が増す。最適な厚さｄは、各応用において
、これらのパラメータから決定される。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３６】
　図２は、装置１、特に図１に示した基板２のＩＩ－ＩＩ線上断面図を示している。見や
すくするために、電極１２または接続経路１３の金属被覆のみが基板２の前面に示されて
いる。好ましくは表面９上の電極１２の縁部と同一の基板２の縁部１０から、他の接続経
路１５を介して接点を確立し得る他の電極１４は、前側と反対側の裏面９の電極１２に対
応する領域に装着される。交流電圧が印加されると、厚みすべり振動器の形態のＡＴカッ
トを用いて説明した例示的な実施態様において、矢印１６で示したように、基板２が励起
されて振動する。この厚みすべり振動の運動ノードは、破線１７によって示されかつ基板
２内で延在する中立ゾーンにほぼ位置している。
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